Opakowania elastyczne
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Od 1982 roku oferujemy Paristwu innowacyine,
dopasowane do potrzeb rozwigzania z zakresu
technologii laserowej. Dzieki naszemu know-how

i nieustannym inwestycjom w rozwdj dostarczamy
systemy laserowe gwarantujgce zaréwno wyjagtkowg
jako$é koricowego produktu, najwyzszq wydajno$é
procesuj jak réwniez przystepng cene zakupu.

Proponowane przez nas rozwigzania dla rynku
opakowar elastycznych gwarantujg wysokg
wydajno$é, modutowosé, mozliwo$é instalacji
na elastycznych platformach oraz mozliwoé¢
pbzniejszej rozbudowy zapewniajqc realizacje
przysziych potrzeb.
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Opakowania elastyczne

W ostatnich latach obserwujemy dominujgcq
role opakowania produktu jako elementu
$wiadomosci marki oraz wyrdznienia na tle
konkurenciji stajgcym sie kluczowym $rodkiem
komunikaciji i strategii marketingowe;.

Producenci zywnosci i napojéw oraz ddébr
szybko zbywalnych projektujg opakowania
ukierunkowane na klienta biorgc pod uwage
jego tozsamo$é i wymagania, jednoczesnie
starajq sie zapewnié utrzymanie maksymalnej
$wiezosci produktu. Nasze systemy laserowe
oferujq innowacyjne rozwigzania dla opakowan
takie jak: tatwe otwieranie i zamykanie,
wentylacje oraz wycinanie okienek.
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CHI TROVATA,

{ Crocchetta DORATA

TROVA IL TESORO!

via1 BUONO 10.000 €

o1 dei 10 Buoni da T.000€

Systemy laserowe SEl gwarantujq:

Jakosé: gtéwng wlasciwosciq laserdw jest
precyzyjne, selektywne usuwanie materiatuy,
powtarzalno$é procesu oraz jego elastyczno$é.

Produktywnos¢: Dzieki zastosowaniu
skaneréw galwanometrycznych wiasnej
konstrukcji mozemy osigga¢ predkosci do 400
m,/min przy obrébce poprzecznej (cross web)
oraz do 500 m/min przy obrébce wzdtuznei
(web direction) z zastosowaniem statej optyki
w gtowicach tngcych.

Elastycznosé: proces w petni cyfrowy
pozwala na natychmiastowg zmiane rodzaju
i parametréw pracy dzieki czemu jestesmy

w stanie catkowicie wyeliminowaé przestoje
wystepujgce w tradycyjnych mechanicznych
metodach wycinania.

Ekorozwadj: dzigki zastosowaniu technologii
tatwego otwierania i zamykania produkty diuzej
zachowujq swojq przydatno$¢ do uzycia.
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Mezzo Taglio Laser .

Laser Scoring

Elastyczna technika laserowa w
produkcji opakowan elastycznych.

tatwe otwieranie, okienkowanie,

wentylowanie, oddychanie

Packmaster OEM CW jest systemem
laserowym zaprojektowanym aby spetnié
dzisiejsze i przyszfe wymagania dotyczqgce
cigcia laserowego, nacinania, mikro i makro

Laser Cutting

Micro Perforazione Laser l

Laser Micro-Perforation

perforacji materiatéw takich jak: PE, PET, PP,
nylon, PTFE, laminaty oraz papier.

System Packmaster CW umozliwia:
wykonywanie nacie¢ do tatwego
otwierania, wycinanie okienek, mikro i
makro perforacje, produkcje opakowar
wentylowanych i oddychajgcych.
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Wiasciwosci:
. Szeroko$é materiatu do 1800 mm
. Predkos¢ obrébki do 400 m/min
i Opcjonalnie rozwijanie i nawijanie materiatu
. Monitoring procesu
. tatwo$¢ integracji na posiadanych liniach produkeyjnych
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Mezzo Taglio Dritto

Mezzo Taglio Sagomato
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Mezzo Taglio Laser . Taglio Laser‘ - Micro Perforazione Laser l

Laser Scoring Laser Cutting Laser Micro-Perforation
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Wiasciwosci:

. Szeroko$é materiatu do 1800 mm

‘ 0, - . Predkosé obrébki do 500 m/min

w produkeji opakowarn W 4 YOER | Al 4 Ll o . Opcjonalnie rozwijanie
elastycznych. SElLas@E e i G|\ - i nawijanie materiatu

' S . Monitoring procesu
Packmaster OEM WD jest systemem _ % ” Pt 2 ¥ C - 't : . tatwosé integracii
laserowym umozliwiajgcym ciecie, ,, T ' A — g b N na posiadanych liniach produkcyjnych
nacinanie, mikro i makro perforacji | B B
wzdfuz materiatu.
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Configurazione Laser

kLaser Configuration
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N LASER SYSTEMS
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INTEGRATORS SEI S.p.A.

ul. Kleszczowa 14 Via R. Ruffilli, 1

02-485 Warszawa 24035 Curno (BG) - Italy
T. +48 537 594 284 T. +39 035 4376016

T. +48 535 688 622 F. +39 035 463843
biurofintegrators.pl www.seilaser.com

www.integrators.pl




